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KOMISIONI TEATISEUROOPA PARLAMENDILE, NOUKOGULE, EUROOPA
MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE

MIKRO- JA NANOELEK TROONIKAKOMPONENTIDE JA -SUSTEEMIDE
EUROOPA STRATEEGIA

1. SISSEJUHATUS

Mikro- ja nanoelektroonikakomponendid ja -siisteemid’ e ole olulised mitte ainult
digitaalsete toodete ja teenuste jaoks, vaid neile toetuvad innovatsioon ja konkurentsivdime
majanduse kOigis peamistes sektorites. Tanapéevased autod, lennukid ja rongid on ténu
elektroonilistele komponentidele turvalisemad, energiatdhusamad ja mugavamad. Sama
pdhimdbte kehtib ka selliste suurte sektorite puhul nagu meditsiini- ja tervishoiuseadmed,
kodutehnika, energiavbrgud ja turvasisteemid. Just sel pOhjusel peetakse mikro- ja
nanoelektroonikat Uheks peamiseks progressi vdimaldavaks tehnoloogiaks (Key Enabling
Technology ehk KET),? mis on Euroopa Liidu majanduskasvu ja téohdive jaoks aarmiselt
oluline.

Kéesolevas teatises esitatakse strateegia, mille abil tugevdada Euroopa mikro-ja
nanoelektroonika toostuse konkurentsivdimet ja kasvusuutlikkust. Kooskdlas g akohastatud
toostuspoliitikaga® on selle eesmérk, et Euroopa pusiks neis valdkondades toimuva
projekteerimise ja tootmise esiridades ning et see tooks kasu majandusel e tervikuna.

Strateegia hdlmab piirkondliku, riikliku ja ELi tasandi poliitilis vahendeid, sealhulgas rahalist
tuge  teadusuuringutele, arendustegevusele  ja  innovatsioonile, juurdepaasu
kapitaliinvesteeringutele (CAPEX) ning agaomaste digusnormide parendamist ja paremat
kasutust. Strateegia toetub Euroopa tugevatele killgedele® ja piirkondlikele tipptaseme
klastritele ning katab kogu véartusahelat alates materjalidest ja seadmete valmistamisest kuni
mikro- ja nanoelektroonikakomponentide ja -slisteemide projekteerimise ja suuremahulise
tootmiseni.

Vadkonna olulisus ja ELi sidusriihmade ees seisvad probleemid eeldavad kiireloomulist ja
julget tegutsemist, et Euroopa innovatsiooni- ja vaartusahela koik lllid oleksid vordselt
tugevad. Tahelepanu keskmes on:

o kuidas meelitada ligi ja suunata investeeringuid, mis toetaksid mikro- ja
nanoel ektroonikattostuses juhtpositsiooni saavutamise Euroopa tegevuskava;

o kuidas luua ELi tasandil mehhanism, mille abil Ghendada ja suunata liikmesriikide,
ELi ja erasektori toetust mikro- ja nanoelektroonika teadusuuringutele,
arendustegevusel e jainnovatsioonile;

o meetmed, mis tugevdaksid Euroopa konkurentsivdimet riigiabi Gldiselt vordsemate
tingimuste kontekstis, toetaksid ettevGtluse arengut ja VKEsd ning lahendaksid
vaalike oskuste puudumisega seotud probleemid.

Kéesolevas teatises kasutatakse terminit ,mikro- ja nanoelektroonika’, mis hdlmab ko&ike
nanotransistoritest mikrostisteemideni, mille puhul on thele kiibile paigutatud mitu funktsiooni.

2 COM(2012) 341 (final).

3 COM(2012) 582 (final). , Tugevam Euroopa t6dstus majanduse kasvuks ja taastumiseks’.

Naiteks elektroonika, mida kasutatakse autodes, energestikas jatootvates sektorites.
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2. MI1KSON MIKRO- JA NANOELEK TROONIKA EUROOPA JAOKSNII OLULISED?

2.1. Oluline tédstusharu, millel on méarkimisvaarne kasvupotentsiaal ja hiigladik
majandusmaju
Mikro- ja nanoelektroonikale toetub suur osa maailma majandusest. Nende olulisus kasvab

uha, sest tuleviks muutuvad tooted ja teenused aina enam digitaalseks, nagu allpool
kirjeldatud.

o 2012. aastal oli ainuilksi kénealuse sektori kogukaive ligikaudu 230 miljardit eurot®.
Mikro- ja nanoelektroonikakomponente sisaldavate toodete vaartus kogu maailmas
ulatub umbes 1 600 miljardi euroni.

o Vaatamata viimase ga rahanduslikele ja majanduslikele tagasil66kidele on maailma
mikro- ja nanoelektroonikaturg aates 2000. aastast kasvanud 5% aastas.
Prognooside kohaselt peaks vahemalt sama suur kasv jdtkuma kuni aastakimne
|Gpuni.

o Innovatsiooni kiirus selles valdkonnas on ks peamisi p&hjusi, millest tuleneb suur
majanduskasv kogu digitaal sektoris, mille Glemaailmne vaartus on praeguseks umbes
3000 miljardit eurot®.

o Euroopas annavad mikro- ja nanoelektroonika otseselt t66d 200 000 ja kaudselt
rohkem kui 1 000 000 inimesele’ ning ndudlus sellealaste oskuste jérele ei rauge.

o Hinnanguliselt on mikro- ja nanoelektroonika m&ju maailma majandusele tervikuna
10 % (llemaailmsest SKPst®.

2.2. Oluline tehnoloogia tihiskondlike muutustega toimetulekul

Mikro- ja nanoelektroonika e téhenda mitte ainult lauaarvutite ja mobiilsete seadmete
andmetostlusvdimsust — tanu neile muutub vdimalikuks tajurite ja téiturite’ kasutamine
nditeks nutimeetrites ja vaiksemat energiatarbimist toetavates arukates vorkudes, aga ka
implantaatides ja keerukates meditsiiniseadmetes, mille abil saab parandada
tervishoiuteenuste kvaliteeti ja aidata vananevat elanikkonda. Samasuguseid komponente
kasutatakse ka turvalisuse suurendamiseks, transpordististeemide ohutumaks ja t6husamaks
muutmiseks ja keskkonnaseireks.

Tanapdeval e ole uhtki Uhiskonna ees seisvat Ulesannet voimalik lahendada ilma
elektroonikata.

3. M UUTUSED MIKRO- JA NANOELEK TROONIKATOOSTUSES
3.1 Tehnika areng avab uusi véimalusi

Tehnika arengut iseloomustavad ja é&riprotsesside kujunemist suunavad kaks peamist
suundumust. Esimest suundumust iseloomustab nanokomponentide vaiksemaks muutumine
vastavalt toostusharu koostatud tehnika arengu rahvusvahelisele tegevuskavale'.

World Semiconductor Trade Statistics (WSTS), 2012 (http://www.wsts.org/).

Digiworld report, IDATE 2012 (http://www.idate.org).
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/files/kets/hlg_report_final_en.pdf.

Vt Euroopa pooljuhitootjate Uhenduse (ESIA) konkurentsiaruanne, 2008 ,Mastering Innovation
Shaping the Future” (https://www.eeca.eu/data/File/ESIA_Broch_CompReport_Total.pdf).

Andur on seade (néiteks kraadiklaas), mis vbimaldab teha kindlaks maailmas esinevaid fudsilis
omadusi. Téitur on seade (néiteks luliti), mille abil saab teostada mitmesuguseid toiminguid, néiteks
midagi sisse vai véljalulitadavéi kohandada mingi slisteemi t66d.

International Technology Roadmap for Semiconductors (ITRS) (http://www.itrs.net).

o N o O
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Suundumuse lipukirjaks voiks olla ,rohkem Moore'i seadust” (inglise keeles ,more Moore”)
jaselle eesmark on suurendada jdudiust ning véhendada kulusid ja energiatarbimist™.

Teist suundumust iseloomustab  kiibi  funktsioonide mitmekesisemaks muutmine
mikroelementide, nt transistorite ja elektromehaaniliste lulitite integreerimise kaudu. Seda
suundumust iseloomustab suhtumine ,tahame Moorei seadusest enamat” (inglise keeles
»more than Moore”). Just see ldhenemine on aluseks paljudes olulistes valdkondades (nt
energiatdhusad hooned, arukad linnad ja transpordisiisteemid) toimunud innovatsioonile.

Tahame Moore’i seadusest enamat: mitmekesistamine

" N ,. . . Andurid e
Analoog/RF Passiivkomponendid Kbrgepinge toide Biokiibid

130nm 00
S90nm

65nm

Infotddtius
45nm
Digitaalne sisu
32nm | Siisteemikiibid (SoC)

BaasCMOd: CPU, miilu, loogika

22nm

Moore’i seadus: miniaturiseerimine

Lisaks tegeletakse ka téiesti uute, murranguliste tehnoloogiate ja arhitektuuride uurimisega.
Sellist suundumust kirjeldatakse sageli kui ,teed, mis jatab CMOSi selja taha’*%. See aga
eeldab valdkondadevahelist teadust6od, fllsika ja keemia olemuse mdistmist ning
tippteadmisi tehnikateadustes.

Tootmiskulude véahendamiseks suurendab toostus samm-sammult ka mikro- ja
nanoel ektroonikas kasutatavaid alusplaate ™. Tootmisstandardite sellised muutused eeldavad
suuri investeeringuid teadusuuringutesse, arendustegevusse ja innovatsiooni ning juurdepdasu
kapitaliinvesteeringutele.

1 Moore'i seadus: jBudiuse ja kulude suhe kahekordistub iga 18-24 kuu jérel.

12 CMOS (Complementary metal-oxide-semiconductor) ehk komplementaarne metall-oksiid-pooljuht on
»rohkem Moore'i seadust” jérgiva ldhenemise puhul integraalliilituste standardtehnoloogia.

B Mikro- ja nanokiipe toodetakse kettakujulistele alusplaatidele, mida nimetatakse ka vahvliteks, ning
tehnoloogia Uksteisele jargnevaid pdlvkondi kirjeldatakse kasutatud vahvli 18bim66du kaudu. Praegu
kasutatakse tootmises peamiselt 200 mm ja 300 mm l&bim6dduga vahvleid. Jargmise pdlvkonna
vahvlite |&bim&6t on 450 mm.
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3.2. Teadusuuringute, arendustegevuse ja innovatsiooni kulud kasvavad ja
konkurentstiheneb

Komponentide edasine miniaturiseerimine téhendab, et teadusuuringute, arendustegevuse ja
innovatsiooni ning kapitaliinvesteeringute kulud kasvavad. Teadusuuringute, arendustegevuse
ja innovatsiooni osatéhtsus mikro- ja nanoelektroonikatotstuses kasvas 2000. aasta 11 %-It
2009. aastaks 17 %-le'*. Tundub, et see tendents jatkub. Niivérd suuri investeeringuid on
voimalik jétkata vaid suurte tootmismahtude toel.

Toostuses toimub pidev koondumine ning see vdib kaasa tuua olukorra, kus kogu maailmas
jéévad alles vaid moned Uksikud tegijad, kes e pruugi asuda Euroopas. On véidetud, et
selleks, et pooljuhte tootev ettevdte suudaks teha tehnika arenguga kaasaskaimist
vOimaldavaid investeeringuid, peab tema turuosa olema 10 % maailmaturust.

Kdige selle tottu moodustavad aritihingud tUlemaailmseid Ghendusi, nt New Y orgis asuv IBMi
thendus, kes tegeleb 300 mm vahvlite tehnoloogiaga, ning Global 450 Consortium, kes
tegeleb tleminekuga 450 mm vahvlitele. Euroopas on jargmise pdlvkonna tehnoloogiate
véljatostamine koondunud sellistesse  juhtivatesse teaduskeskustesse nagu LETI®
Fraunhofer’® ja imec,’” kes teevad tihedat koost6od todstusharuga. Uha ileilmsemaks
muutuvad ka teadusuuringud — esile kerkib Aasia kui koht, kus asuvad nii patendiomanikud
kui ka oskustega to6tajad.

3.3. Uued &ri- jatootmismudelid

Mikro- ja nanoel ektroonikattostuses toimuvad radikaal sed muudatused ning viimase 15 aasta
jooksul on suur osa tootmisest kolinud Aasiasse™®. Euroopa tootmine oli 2011. aastaks
kahanenud vahem kui 10 %-ni maailma kogutoodangust. Kuigi USA ettevitted on selles
vallas véga tugevad, valmib USAs vaid 16 % toodangust.

Tootmishoonete rajamise kulud on kasvanud ja seega on territoriaalsete ametivdimude
pakutavad finantssoodustused muutunud oluliseks argumendiks, millest |ahtuvalt otsustada
uute tootmisiiksuste asukoht. Maksupuhkused, maa, odav energia ja muud stiimulid on
olulised, nagu ka kvalifitseeritud t66j6u olemasol u™®.

Veel ks oluline suundumus on nn valukoja tutipi ettevétlusmudeli levik®. Valukojad on
Aasias jouliselt arenenud ja toodavad praeguseks ligikaudu 10% maailma
el ektroonikakomponentidest. Samal gjal kasvab ka n-6 tootmisvabade ettevdtete arv,? kes

1 OECD Information Technology Outlook

(http://www.oecd.org/internet/ieconomy/oecdinformati ontechnol ogyoutl ook2010.htm).

LETI on Uks Prantsuse teadus- ja tehnikaorganisatsiooni CEA ingtituutidest, mis spetsiaiseerub

nanotehnoloogiale ja selle rakendustele alates traadita seadmetest kuni bioloogia, tervishoiu ja

fotoonikani (http://www-leti.cea.fr).

16 Saksa Fraunhofer-Gesellschaft tegeleb rakendusuuringutega, millest on otseselt kasu avaliku ja

erasektori  ettevltjatele ja Uhiskonnale Uldisemalt. Mitu nende instituuti tegelevad peamiselt

integraall Ulituste ja -slisteemidega (http://www.fraunhofer.de).

Belgias asuv imec tegeleb maailma tasemel nanoel ektroonika teadusuuringutega ning tihendab teaduse

Ulemaail msete partnerlustega IK T, tervishoiu ja energeetika vallas (http://www.imec.be).

18 Néiteks Korea &ritihingute kapitalikulud kasvasid 2005. aasta 13 %-It 2012. aastaks 27 %-le.

19 Vt Semiconductor Industry Association (SIA), Maintaining America's Competitive Edge: Government
Policies Affecting Semiconductor Industry R&D and Manufacturing Activity, mérts 2009
(http://www.semiconductors.org/clientupl oads/directory/DocumentSI A/Research%20and%20T echnolo
gy/Competitiveness White Paper.pdf).

15

17

20 ,Valukoda’ on &ithing, kelldle kuuluvad tehased ja kes pakub tootmisteenust tehasevabadele
klientidele.

2 Tootmisvaba ettevbte projekteerib oma komponendid ise, kuid ostab nende tootmise sisse
teenusepakkujalt (valukojalt).
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saavad tulu Kiibiprojektide mudgist. Kuna tootmisvabad ettevotted e tegele tootmisega, e ole
neil selliseid suuri Gldkulusid nagu tootmisettevtetel .

Kui aga edaspidi hakkavad ka valukojad pakkuma projekteerimis- ja prototldpi misteenust,
mis annab neile parema arusaamise |dpptootest, voib kindel juurdepaés tootmisvimalustele
muutuda problemaatiliseks. Sellise ohu minimeerimiseks on mdned oma tooteid
projekteerivad ettevotted sdilitanud piiratud tootmismahu ka ettevotte sees (nn kergtehase
mudel).

3.4. Vaartusahela olulised elemendid kuuluvad seadmete valmistajatele

Kiipe e saa muuta véiksemaks ega neile funktsioone lisada, kui tootmisseadmed e arene.
Seadmete valmistgjad on muutunud vaartusahela téhtsaks osaks ning seda néaitab ka nende
olulisus rahvusvahelistest tehnikalihendustes.

4, EUROOPA TUGEVAD JA NORGAD KULJED
4.1. Toostus on koondunud tippkeskuste ja kogu Euroopat katvate laiemate
tarneahelate imber

Nagu mujalgi maailmas, on mikro- ja nanoelektroonikatddstus ka Euroopas koondunud
suuremate piirkondlike tootmis- ja projekteerimiskeskuste Umber. Dresdeni (Saksamaa),
Grenoble'i (Prantsusmaa) ja Eindhoven-Leuveni (Madalmaad ja Belgia) Umbruses asuvad
kolm tahtsaimat teadus- ja tootmiskeskust, mis spetsialiseeruvad peamiselt kas |ahenemisele
.ronkem Moore'i seadust” voi ,tahame Moorei seadusest enamat” vOi seadmetele ja
materjalidele. Lisaks on lirimaal Dublini Umbruses suur Euroopa mikroprotsessorite
tootmiskeskus ning Cambridgeis (Uhendkuningriigis) tegutseb oma valdkonnas juhtival
positsioonil olev ettevdte, kus projekteeritakse vahese energiatarbimisega mikroprotsessoreid,
mida kasutatakse enamikus tanapéevastes mobiil setes seadmetes ja tahvel arvutites.

Selliste klastrite moodustamine ja piirkondlik spetsialiseerumine on sektori edasise arengu
jaoks vaga oluline. Samas toetub see kogu Euroopat katvale ulatusikule tarneahelale. Siia
kuuluvad ka suhteliselt vaikesed, kuid darmiselt innovatiivsed ja spetsialiseerunud klastrid
sellistes piirkondades nagu Graz ja Viin Austrias, Milano ja Catania Itaalias ja Helsingi
Soomes.

Euroopas on kolm suurt siinset paritolu mikro- ja nanoelektroonikaettevotet, mis olid 2012.
aastal mulgimahult maailmas vastavalt 8. (STMicroelectronics), 10. (Infineon) ja 12. kohal
(NXP). Euroopa on meelitanud ligi ka suurte vélisettevbtete investeeringuid (nt
GlobaFoundries ja Intel). Mikro- ja nanoelektroonika valmistamist Euroopas toetavad ka
ettevotete vaga konkurentsivoimeline ja laiaulatudlik vaartusahel ja 6kostisteem, mis hélmab
arvukalt VKEsid. Peamised tootmiskeskused kuuluvad eelnimetatud piirkondlikesse
Klastritesse.

4.2. Juhtiv positsioon olulistel vertikaalsetel turgudel, kuid moéningates suurtes
segmentides esindatus praktiliselt puudub

Euroopa on suhteliselt halvasti esindatud arvutite ja tarbijaseadmete komponentide tootmises,
mis moodustab kogu turust suure osa. Samas on ta juhtival kohal autotostuses (~50 %
Ulemaailmsest tootmisest), energeetikarakendustes (~40 %) ja toostusautomaatikas (~35 %)
kasutatava elektroonika vallas. Samuti on Euroopa endiselt tugev mobiilside elektroonika
projekteerimises.

Euroopa ettevdtjad, sh suur hulk VKEsd, on maalmas juhtival koha nutikate
mikroslsteemide, néiteks tervishoiuvaldkonna implantaatide ja andurtehnoloogiate vallas.
Kuigi praegu on need veel niSiturud, on tegemist kiirelt kasvavate valdkondadega (reeglina
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ule 10 % aastas). Oluline eelis on ka Euroopa liidripositsioon véhese energiatarbimisega
komponentide kiirelt kasvaval turul.

4.3. Euroopa vaieldamatu liidripositsioon materjalide ja ssadmete vallas

Euroopas tegutsevad mdned olulisemad seadmete ja materjalide tarnijad, néditeks ASML ja
SOITEC, kellele kuulub mérkimisvaérne osa vastavast maailmaturust. Need ettevotted
omakorda toetuvad kogu Euroopas paljudele tarnijatele, kellest mitmed on VKEd. Sellised
Euroopa seadmete ja materjalide tarnijad valdavad ainulaadsel moel Ulikeerulisi tehnoloogiaid
nii erinevates valdkondades nagu optika, laserid, téppismehhaanika ja keemia. Nende panus
mikro- ja nanoelektroonika arengusse on markimisvaarne ja laiadast tunnustust palvinud,
mida naitab muu hulgas ka oluliste pooljuhte tootvate ettevdtete hiljutine strateegiline
investeering ASMLi%.

4.4, ELi ettevOtjate investeeringud on suhteliselt tagasihoidlikud

Kuigi Euroopa ettevotete investeeringud on absoluutvaartuselt suured (miljardites eurodes),
on nad muja tehtavate investeeringutega vorreldes ikkagi suhteliselt tagasihoidlikud.
Arvestades, et tarbimine Euroopas on enam kui 20 % maailmaturu mahust, on Euroopa
majanduslik atraktiivsus siiski suur. Samas e ole investeeringud elektroonika tootmisse
Euroopas tulevikus tagatud. Konkurents maailma muude piirkondadega on karm.

Avaliku sektori investeeringud teadusuuringutesse, arendustegevusse ja innovatsiooni ning
erainvesteeringute ligimeelitamist toetav poliitika on ELis vaga ebasiisteemne, kuigi viimase
viie aasta jooksul on tehtud edusamme. See kdik on teravas vastuolus asjaoluga, et Euroopa
teadusuuringud, arendustegevus ja innovatsioon mikro- ja nanoelektroonika vallas on
maailmatasemel jarahvusvahelistele tegijatel e vaga atraktiivne.

5. EUROOPA SENISED PUUDLUSED
5.1. Piirkondlikud jariiklikud katsed tugevdada tipptaseme klastreid

Eriti viimase 15 aasta jooksul on piirkondade tasandil piuihendatud mérkimisvaérselt energiat
téostus- ja tehnoloogiaklastrite loomisele. Kdige edukamad klastrid on loodud tanu
pikagalisele jarjepidevale ldhenemisele, milles on Uhendatud nii  maksusoodustused,
investeeringud teadusuuringutesse, arendustegevusse ja innovatsiooni avalik-Giguslikes
laborites, tihe koostoo teadlaskonna ja téostuse vahel, maailmatasemel taristud, vaartusahela
kriitiliste osade kaasamine ja dinaamiline ettevotluskeskkond. Valdkonna jaoks sama téhtis
on oskuste ja teadmi ste kéttesaadavus.

Arvestades selliseid eesootavaid probleeme nagu teadusuuringute, arendustegevuse ja
innovatsiooni kulude kasv, karm Ulemaailmne konkurents ja véértusahela teatavate oluliste
osade ndrgenemine Euroopas (nt komponentide slisteemidesse paigaldamise etapp), on palju
tihedam koost66 véértusahel ates jainnovatsiooni 6kostisteemides ELi tasandil hddavajalik.

5.2. Suuremad ja paremini kooskdlastatud investeeringud teadusuuringutesse,
arendustegevusse ja innovatsiooni EL i tasandil

Investeeringud mikro- ja nanoelektroonika teadusuuringutesse, arendustegevusse ja
innovatsiooni on olnud ELi teadus- ja arendustegevuse programmide osa nende programmide
algusaegadest peade. EUREKA programmis on suur mikro- ja nanoelektroonika
teadusklaster™,

2 V't http://www.asml.com/asml/show.do?ctx=5869& rid=46974. , Programmi raames omandavad Intel,

TSMC ja Samsung ASMLi aktsiaid 3,85 miljardi euro eest ehk kokku 23 % vahemusosal use ulatuses.”

23 http://www.catrene.org/
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Parast kimnesastast seisakut®* hakkas ELi toetus valdkonna teadusuuringutele,
arendustegevusele ja innovatsioonile aastal 2011 tasapisi kasvama umbes 20 % aastas ning
2013. aastal oli eelarve suuruseks enam kui 200 miljonit eurot. Teadusuuringutele,
arendustegevusele ja innovatsioonile konkreetse suuna andmiseks ja kriitilise massi
tekitamiseks kaivitasid komigion, liikmesriigid ja eradiguslike sidusrihmade esindajad 2008.
aastal avaliku ja erasektori partnerlusena Uhisettevétte® ENIAC. 2013. aasta |8puks
investeerib ENIAC riiklikest ja eraallikatest teadusuuringutesse, arendustegevusse ja
innovatsiooni enam kui 2 miljardit eurot lisaks seitsmenda raamprogrammiga mikro- ja
nanoel ektroonikasse investeeritud ligikaudu 1 miljardile eurole.

5.3. L abimurded tehnoloogias ja tihimikud innovatsiooniahelas

EL keskendub teadusuuringute, arendustegevuse ja innovatsiooni toetamisel jargmise kahe
tehnol oogiapdlvkonna ettevalmistamisele®. Selliste programmide kaudu on téostus kainud
kaasas miniaturi seerimise tipptaseme arengusuundadega. Samuti arendati nende programmide
raames vélja keerukad nutisisteemid, mida kasutatakse praegu nditeks autodes ja
tervishoiustisteemides.

Seni on ELi teadusuuringute, arendustegevuse ja innovatsiooni programmid toetanud
innovatsiooniprotsessi agetappe, st tehnoloogia valideerimist kuni |aboritasemeni®’. Eesmark
oli jatta |6pptoote suunas liikumise jargmised sammud tdostusele, sest selline tegevus eeldab
suuremaid investeeringuid. Selle tagajarjel tekkisid aga innovatsiooniahelas selged tihimikud.
Et olla tulemuslikum ja saada vélja n-6 mustast august, peab teadusuuringute ja innovatsiooni
toetamine selles valdkonnas olema Giha enam suunatud kogu innovatsiooniahelale ja minema
kaugemal e Uhe ettevotte, piirkonna vai litkmesriigi tasandist.

Uhisettevdte ENIAC esitas hiljuti Gleskutse hakata valmistama katseliine, mis oleksid seotud
eelkdige tehnoloogilise kipsuse kérgemate tasemetega. Eradiguslike sidusrihmade ja
ametiasutuste suur huvi selliste katseliinide toetamise vastu annab aimu nende strateegilisest
olulisusest.

6. EDASINE TEGEVUSKAVA —EUROOPA TOOSTUSSTRATEEGIA

Kavandatav strateegia toetub progressi voimaldavate tehnoloogiate Euroopa algatusele ning
teadusuuringuid, arendustegevust jainnovatsiooni kasitlevale ettepanekule , Horisont 2020”,%®
kuid selles keskendutakse siiski konkreetselt mikro- ja nanoelektroonika ees seisvatele
ulesannetele.

6.1. Eesmark: suurendada ELi turuosa maailmas

Euroopa el sa endale lubada projekteerimis- ja valmistamissuutlikkuse vahenemist mikro- ja
nanoel ektroonika vallas. See seaks ohtu suure osa oluliste t6ostussektorite vaartusahelatest ja
jataks Euroopa ilma hédavajalikest tehnoloogiatest, mida on vaga Uhiskondlike muudatustega
toimetul emiseks.

Arvestades edasiste vOimaluste paljusust ja toostuse ees seisvaid probleeme, on oluline
kiiremas korras suurendada ja koordineerida koiki avaliku sektori joupingutusi kogu

24
25

Umbes 130 miljonit eurot aastas.

ELi toimimise lepingu artikli 187 pdhjal.

% Vastavalt toostusharu  koostatud —tehnika arengu  rahvusvahelisde tegevuskavale (ITRS)
(http://www.itrs.net).

Arenevate tehnoloogiate kipsuse modtmiseks kasutatakse tehnoloogia kilpsuse taset. Tasemed 14
iseloomustavad tavaliselt varast uurimis- ja arendustegevust, tasemed 5-8 prototllpimist ja reaalse
stisteemi valideerimist téokeskkonnas.

28 K OM(2011) 809 (18plik).
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Euroopas. ToO0stusstrateegia peaks tagama kasvu taastumise ja aitama kimnekonna aasta
jooksul joéuda ELis sellisele tootmise tasemele, mis vastaks paremini tema osale maailma
SKPst. Konkreetsemad eesmérgid on jargmised:

o tagada Euroopa tdhtsaimate toostuste konkurentsivoime jaoks vgaliku mikro- ja
nanoel ektroonika kéttesaadavus;

o meelitada Euroopa arenenud tootmisse suuremaid investeeringuid ja tugevdada
t60stuse konkurentsivdimet kogu véartusahel a ulatuses projekteerimisest tootmiseni;

o sdilitada juhtpositsioon seadmete ja materjalide tarnimisel, p&himéttest ,tahame
Moore'i seadusest enamat” lahtuval tehnoloogia arendamisel ja energiatbhusate
komponentide puhul;

o jouda kiipide projekteerimises kiirelt kasvavatel turgudel juhtivale positsioonile, eriti
keerukate komponentide projekteerimise puhul.

6.2. Keskendumine Euroopa tugevatele kilgedele, Euroopa juhtivate klastrite
arendaminejatugevdamine

Nagu eespool méargitud, on Euroopa eelisteks mikro- ja nanoel ektroonika vallas suurepéraste
teadlaste kogukond ja vertikaal setel turgudel juhtpositsioonil olev to6stus. Euroopa tervikuna
on téostuse ja tehnoloogia mottes esindatud kogu véaértusahela ulatuses. nii seadmetes,
materjalides, tootmises, projekteerimises kui ka joulises |dppkasutaj atdostuses.

Neid tugevaid kilgi arendades ja vajalikke ressursse kaasates peaks Euroopa saama mikro- ja
nanoelektroonika vallas juhtivaks tegijaks. Ressursside kaasamine eeldab meetmete
kooskdlastamist piirkondlikul, riiklikul ja ELi tasemel. See peaks suurendama enesekindlust
ja aitama kaasa Euroopa tootmissuutlikkuse uuenemisele ja kasvule.

Nii varustuse kui ka personali méttes on rohuasetus teadus- ja tehnol oogiaorganisatsioonide
tippteadmiste tugevdamisel ja arendamisel. Sellised organisatsioonid peaksid olema koht, kus
tahavad olla kbik valdkonna andekad insenerid ja teadlased, koht, mis meelitab ligi
erainvesteeringuid tootmisse ja projekteerimisse. Et investeeringud oleksid voimalikult
tulusad ja teadmised tipptasemel, tuleb liikuda peamiste teaduss ja
tehnoloogiaorganisatsioonide Uksteist taendava spetsialiseerumise ja tihedama koost6o
suunas kooskélas ELi aruka spetsialiseerumise strateegiaga®.

Elektroonika ulatuslikuma kasutuselevotu tagamiseks Kkdigis toostussektorites ja
valdkonnaiilese tegevuse loodavate voimaluste arakasutamiseks tuleks tugevdada piiri- ja
sektoritlest koost6dd muu hulgas |8ppkasutaj atbostustega.

6.3. Ebakonventsionaalsete valdkondade loodavate vOimaluste kasutamine ja
VK Ede kasvu toetamine

VKEdel on keskne roll esilekerkivates valdkondades, nagu orgaaniline ja plastelektroonika
ning integreeritud nutisisteemid, ja projekteerimises Uldiselt. Seepédrast on oluline
integreerida VKEd paremini vadrtusahel atesse ja pakkuda neile juurdepéésu tipptehnoloogiale
ning teadusuuringute, arendustegevuse ja innovatsiooni vahenditele. Selliste tippkeskuste
toetamine, kes aitavad integreerida mikro- ja nanoel ektroonika kdikvoimalikesse toodetesse ja
teenustesse, on hadavajalik, et hoogustada innovatsiooni kogu majanduse |6ikes ja eelkdige
VKEdes, kes ei tegele otseselt tehnol oogiaga.

L Oppkasutagatbostuste, ametiasutuste ning nano- ja mikroelektroonika (nii véikeste kui ka
suurte) tarnijate vahelised kogu ELi hélmavad partnerlused aitavad avada uksi uutele kiiresti

29 http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home.
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arenevatele valdkondadel e, nagu elektrisdidukid, energiatdhusad hooned ja arukad linnad ning
kdikvdimalikud mobiilsed veebiteenused.

1. MEETMED
7.1. Valdkondlike investeeringute Euroopa strateegilise tegevuskava véljat66tamine

Eesmérk on meelitada ligi suuremaid riiklikke ja erainvesteeringuid ning suunata need
toOstusharu koostatava tegevuskava rakendamisse juhtrolli saavutamise nimel.

Riiklike ja erainvesteeringute suurus peab olema vastavuses valjakutse ulatusega. Kavatsuste
kohaselt tuleks saavutada olukord, kus riiklikud ja erainvesteeringud teadusuuringutesse,
arendustegevusse ja innovatsiooni oleksid ELIi, riiklikul ja piirkondlikul tasandil vahemalt 1,5
miljardit eurot aastas ehk seitsme aasta jooksul kokku enam kui 10 miljardit eurot.

Selleks jatkab komigon dialoogi sidusrihmadega ning loob elektroonika juhtrihma, et
to6tada valja Euroopa tugevaid kilgi arendav Euroopa toostusstrateegia tegevuskava ja aidata
seda rakendada. Tegevuskava peaks sisaldama kolme Uksteist tdiendavat tegevudliini:

o pohimottest ,tahame Moore'i seadusest enamat” lahtuv 200 mm ja 300 mm
|abimbdduga vahvlite tehnoloogia arendamine. See vBimaldaks Euroopal séilitada
juhtpositsiooni ja seda tugevdada® turul, mille v&irtus on ligikaudu 60 miljardit
eurot aastas ja mis kasvab aastas 13 %. See avaldab otsest mfju vaartudike
tookohtade |loomisele, ennekdike VK Edes;

o pdhimottest ,rohkem Moore'i seadust” ldhtuva tehnoloogia arendamine, et
miniaturiseerida 300 mm |abim&dduga vahvlid. Sellised investeeringud peaksid
aitama Euroopas jérk-jargult suurendada tootmist konealusele turule, mille vaartus
on enam kui 200 miljardit eurot®;

o 450 mm labim6dduga vahvlite valmistamise uue tehnoloogia véljatt6tamine. Algselt
peaks investeeringust kasu olema Euroopa seadmete ja materjalide vamistajatele,
kes on praegu maailmas esirinnas turul, mille v&artus on umbes 40 miljardit eurot
aastas. Lisaks annaks see 5-10 aasta perspektiivis selge konkurentsieglise kogu
toostusele.

Tegevuskava koostatakse hiljemalt 2013. aasta 16puks ning see koosneb konkreetsetest
meetmetest, mis tugevdavad ennekdike tootmise ja projekteerimise valdkonna tipptaseme
klastreid Euroopas (vt jaotist 4.1) ning tagavad avatud suhtumise partnerlustesse ja
Uhendustesse kogu vaartusahela |6ikes. Avaliku sektori, Euroopa Komisjoni, liikmesriikide ja
piirkondlike ametiasutuste meetmed seisnevad jargmises.

o teadusuuringute, arendustegevuse ja innovatsiooni toetamine institutsioonilise
rahastamise ja tegevuskavast lahtuvatele meetmetele antavate toetuste kaudu.
K asutusele tuleks vétta suunatud ja koordineeritud sekkumine3 mis looks kriitilise
massi ja maksimeeriks investeeringutul ud;

o innovatsiooni toetava edumeelse tootmis- ja katsetaristu arendamine koost0os
to0stusega, et téita tohimik innovatsiooniahelas ning Uhendada projekteerimine
reaal se kasutusel evotuga;

%0 Praegu moodustab Euroopa toodang selles vallas enam kui 30 % maailmas toodetava vaartusest.

3 Euroopa osakaal tootmisest on umbes 9%, kuid vaatamata sellele on  Euroopa
mi ni aturi seerimistehnol oogias juhtival kohal.

2 Piirkondlikest, riiklikest ja ELi programmidest.
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o paremate juurdepddsuvOimaluste loomine kapitaliinvesteeringute rahastamisele
laenude ja omakapitali, eelkdige piirkondlike fondide ja Euroopa Investeerimispanga
(EIP) innovatsioonikavade kaudu. Seoses sellega alkirjastas Euroopa Komisjon
2013. aasta veebruaris ElPga vastastikuse mdistmise memorandumi, mille kohaselt
on peamised progressi voimaldavad tehnoloogiad investeerimisel prioriteet.

Komigon teeb ettevalmistusi, et toostus koonduks kogu véartusahela ulatuses ning arendaks
tegevuskava ja uuendaks seda regulaarselt. Liikmesriigid, piirkondlikud ametiasutused ja
Euroopa Komisgjon toetavad tegevuskava igailks eraldi ja/lvoi kdik koos, muu hulgas Ghise
tehnol oogiaal gatuse ja algatuse ,, EUREKA” kaudu. See tagab piirkondlike struktuurifondide
parima voimaliku kasutuse naiteks sihtklastrite vahelise aruka spetsialiseerumise ja Euroopa
struktuuriinvesteeringute fondide alusel ettenshtud finantsvahendite kasutuse kaudu™.

TO0stuse Ulesanne on séilitada projekteerimine ja tootmine Euroopas ja laiendada seda ning
gjakohastada teadus- ja tehnoloogiaorganisatsioonide ja teadlaskonna abil regulaarselt
tegevuskava, et see oleks vastavuses turudiinaamika ja tehnol oogia arenguga.

7.2. Uhine tehnoloogiaalgatus: kolmeosaline mudel suuremahuliste projektide jaoks

Euroopa Komisjon teeb Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 187 pdhjal ettepaneku Uhise
tehnoloogiaalgatuse® kohta, millega (ihendatakse projekti tasandi ressursid, et toetada
piirilest t60stuse ja teadlaste koostddd teadusuuringute, arendustegevuse ja innovatsiooni
vallas. Ettepanek ndukogu madruse kohta, millega luuakse Uhisettevite, asendab kaks
olemasolevat, seitsmenda raamprogrammi ausel loodud Uhisettevotet manussiisteemide
(ARTEMIYS) ja nanoelektroonika (ENIAC) vallas. Programmi ,,Horisont 2020” suutlikkuse ja
toostustehnoloogia alase juhtpositsiooni eesméargi raames hdlmab uus Uhine
tehnol oogiaal gatus peamiselt kolme omavahel seotud valdkonda:

o mikro- ja nanoelektroonika projekteerimistennoloogia, tootmisprotsessid ning
integreerimine, seadmed ja materjalid;
o protsessid, meetodid, t6ovahendid ja platvormid, etalonprojektid ja arhitektuursed

|ahendused manusstisteemidele / kiiberfutsilistel e siisteemidel e;
o vadkondadevaheline |ahenemine arukatel e slisteemidel e.

3 http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home

Ettepaneku mdju esitatakse mdjuhinnangus. Mdju eelarvele kirjeldatakse ettepanekule lisatavas
finantssel gituses.
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Uus Uhine tehnoloogiaalgatus arendab edasi seniste algatuste kaigus &pitut® ja loob
lihtsustatud rahastamisstruktuuri. Peamiselt toetab see kapitalimahukaid toiminguid,® naiteks
katseliine voi suuremahulisi néidisprojekte, mille tehnoloogia kipsustase on kérgem
(vastavalt joonisele kuni 8. tasemeni). See eeldab kolmeosalist rahastamismudelit, millesse on
kaasatud Euroopa Komigon, liikmesriigid ja toostus, ning aitab asaomased
investeerimisstrateegiad kogu Euroopas omavahel vastavusse viia. Rakendamisel |ahtutakse
Horisont 2020 pShimdtetest ning tegutsetakse kooskdlas peamiste valdkonnallleste progressi
vOimaldavate tehnoloogiate t6oprogrammiga, et tugevdada nende tehnoloogiate vastastikku
rikastavat mojul.

Toetust Uhisele tehnoloogiaalgatusele tdiendab tehnoloogiaalase teadus- ja arendustegevuse
ning eelkdige VKEdele suunatud innovatsioonimeetmete rahastamine ELi poolt. See hdlmab
teadusuuringuid, arendustegevust ja innovatsiooni mikro- ja nanoelektroonika uutes
valdkondades (vt jaotis 6.3), kaasa arvatud sellistes valdkondades, mis eeldavad mitme
peamise progressi vOimaldav tehnoloogia kombineerimist, néiteks koérgtehnoloogilised
materjalid, toostudik biotehnoloogia, fotoonika, nanotehnoloogia ja koérgtehnoloogilised
tootmissiisteemid®’.

Komigon kavatseb uue Uhise tehnoloogiaalgatuse raames uurida, kuidas lihtsustada ja
kiirendada riigiabi heakskiitmist nditeks tleeuroopalist huvi pakkuva projekti kaudu vastavalt
ELi toimimise lepingu artikli 107 16ike 3 punktile b.

% Uhiste tehnol oogiaal gatuste ARTEMIS ja ENIAC esimene vahehindamine, 2010
http://ec.europa.eu/dgs/information_society/evaluation/rtd/jti/artemis_and_eniac_evaluation_report_final.pdf.
% Praegu on avaliku sektori toetus Uhisettevdtte ENIAC katseliinidele 50-120 miljonit eurot meetme
kohta.
37 Vt COM(2012) 582 (final), jaotis I11.A.L.ii.
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7.3. Horisontaalsete konkurentsimeetmete arendamine ja toetamine

Et muuta erainvesteeringute tegemine elektroonikasse atraktiivsemaks, on oluline, et saaks
toetuda véga korge kvalifikatsiooniga inseneridele ja tehnikutele ning heade teadmistega
korgkoolildpetajatele. Nagu kogu IKT sektor tervikuna, kannatab ka mikro- ja
nanoelektroonika Uha suureneva oskuste puudumise téttu ja selle tottu, et pakutavad ja
vajaminevad oskused e ole omavahel vastavuses. Komigjon jétkab todstuse digitaal padevuse
propageerimist e-oskuste algatuse kaudu. Lisaks algatas ta hiljuti IKT-oskuste ja -téokohtade
suure koalitsiooni. Mikro- ja nanoelektroonikas on eriti oluline, et ka toostus aitaks veel
Oppivates noortes huvi dratada. Lisaks tOOstuse jOupingutustele ning asaomastele
piirkondlikele ja riiklikele algatustele jatkab komigon Horisont 2020 projektide
kaasrahastamist, et arendada ja levitada koolitus- ja 6ppematerjale mikro- ja nanoel ektroonika
kdige varskemate tehnoloogiate kohta ning toetada noortele ettevdtjatele suunatud
teavituskampaaniaid.

Muu hulgas tegeleb Euroopa Komison Ulevaate koostamisega oskustest ELis. Ulevaade
sisaldab gjakohaseid prognoose pakutavate oskuste ja tooturu vajaduste kohta aastani 2020.
Selle eesmérk on olla t6ohdive, hariduse ja koolituse kokkupuutepunktiks, suurendades nii
Euroopa oskuste, padevuste ja kutseal ade klassifikatsiooni |&bipaistvust ja toetades liikuvust.

Koos teadus- ja tehnoloogiaorganisatsioonide, Ulikoolide ning riiklike ja piirkondlike
ametiasutustega putab komisjon teha mikro- ja nanoelektroonika tehnoloogia katsetusteks ja
vargjasteks eksperimentideks kasutatavad jagatud vahendid ja teenused kéttesaadavaks
idufirmadele, VKEdele ja kasutgjatel e kogu Euroopas.

Lisaks luuakse mikro- ja nanoelektroonikal pohinevate innovaatiliste lahenduste (néiteks
tervishoiu- vOi turvaseadmete) riigihangetega paremad tingimused nende valdkondade
turgude arenguks.

74. Rahvusvaheline méode

Euroopa Komisjon edendab mikro- ja nanoelektroonikaalast rahvusvahelist koostood,
eelkdige sellistes mitmepool set kasu toovates valdkondades nagu tehnol oogia rahvusvahelised
tegevuskavad, vordlusuuringud, standardimine, nanomaterjalidega seotud tervise- ja
ohutuskiisimused® ning vamistumine 450 mm 1&bim&6duga vahvlitele leminekuks voi
korgetasemelised teadusuuringud, mis aitaksid jouda CMOS kasutamisest jargmisele
tasemele.

Euroopa Komigon jétkab tegevust selle nimel, et dleilmne konkurents mitme- ja
kahepoolsetel turgudel oleks ldbipaistvam ja toimuks voOrdsetel austel, ning piirab
kaubanduse/turu moonutusi ja toetab to0stust sektoriphistel kaubandusléabirégkimistel ja
muudes asaomastes kisimustes, mis eeldavad rahvusvahelist arutelu (néaiteks selliste
patendiomanike kiisimus, kes ei kasuta reaal selt oma patenti).

8. JARELDUSED

Sarnaselt sellistele strateegilistele valdkondadele nagu aeronautika ja kosmonautika, el ole
Euroopal ka mikro- ja nanoelektroonika puhul muud valikut, kui panustamine
ambitsioonikasse ttostusstrateegiasse. Kéesolevas teatises esitatigi kdnealuse valdkonna
Euroopa tegevuskavale toetudes selline strateegia. Selles toetatakse arukat piirkondlikku
spetsialiseerumist ja propageeritakse tihedamat koostddd vaartus- ja innovatsiooniahelate
ulatuses.

38 COM(2012) 572 (final): Teine nanomaterjale kasitlev 6igusalane | abivaatus.
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ELi, riikide ja piirkondade finantsvahendid kdnealuses valdkonnas tuleb dhtlustada, et
saavutada investeeringute ja maailma andekaimate inimeste ligimeelitamiseks vajalik
kriitiline mass. Tulevikus koonduvad finantsvahendid Euroopa juhtivatesse klastritesse.
Nende edasine areng annab kogu Euroopa ettevétjatele olenemata asukohast vOimaluse
kasutada mikro- ja nanoel ektroonika kdige varskemaid lahendusi. Lisas esitatud tegevuskavas
vOetakse kokku, mis tuleks teha.
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Peamised meetmed: Kes: Millal:
Pidada dialoogi sidusrihmadega ja luua | Euroopa Komisjon, toéostus | Hiljemalt
elektroonika juhtrihm, et todtada vélja 2013.
Euroopa tugevaid kilgi arendav Euroopa aasta
toostusstrateegia tegevuskava ja aidata seda |6puks
rakendada
Propageerida arukat spetsialiseerumist, | Euroopa Komigon, | Pooleli,
kasutada Euroopa struktuuriinvesteeringute | lilkmesriigid tuleb
fondide ja Horisont 2020 alusel ettenahtud t6hustada
finantsvahendeid
Edendada peamiste progressi vOimaldavate | Euroopa Investeerimispank, | 2014.
tehnoloogiate kohta Euroopa | t66stus aasta
Investeerimispangaga alkirjastatud esimene
vastastikuse ~ mdOistmise  memorandumi kvartal
ausd vahendeid, mis tagaksid Euroopas
kapitaliinvesteeringud tootmisse
Votta vastu ndukogu méérus ja kéivitada | Euroopa Komigon, | 2014.
uus kolmeosaline tihine tehnoloogiaalgatus | litkmesriigid, t60stus aasta algus
Uurida uue U(hise tehnoloogiaalgatuse | Euroopa Komigon, | 2013.
raames, kuidas lihtsustada ja kiirendada | liikmesriigid, t60stus aasta
riigiabi  heakskiitmist, muu  hulgas kolmas
Uleeuroopalist huvi pakkuva projekti kaudu kvartal
vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 107
|6ike 3 punktile b
Pidev didoog peamiste teaduss ja| Euroopa Komigjon, | Pooléli,
tehnoloogiaorganisatsioonide, piirkondade | liikmesriigid, teadus- ja | tuleb
ja litkmesriikidega, et tugevdada mikro- ja | tehnoloogiaorganisatsioonid | tdhustada
nanoelektroonika elukeskkonda Euroopa
tasandil
Teha Horisont 202 raames katsetusteks ja | Teadus- ja| 2014.
vargjasteks eksperimentideks kasutatavad | tehnoloogiaorganisatsioonid, | aasta
jagatud vahendid ja teenused kéttesaadavaks | Euroopa Komisjon esimene
idufirmadele, VKEdele, dlikoolidele ja kvartal
kasutgjatele
Investeerida pohielementidesse (haridus, | Liikmesriigid, teadalased 2014.
koolitus), toetada Euroopas aasta
tehnikateadustel e soodsat keskkonda esimesest
kvartalist
kuni 2020.
aasta
neljanda
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kvartalini

Too6tada valja turundudluse strateegia, mille
keskmes  oleksid  elektroonikapdhised
tooted, ja rakendada seda mitmesuguste
vahendite, naiteks riigihangete abil

Toostus, liikmesriigid,
piirkonnad, Euroopa
Komisjon

2014.
aasta
teiseks
kvartaliks

Tootada vélja poliitilised meetmed, mille
eesmark oleks luua maallmas vordsed
tingimused, piirates  kaubanduse/turu
moonutusi, muu hulgas valitsuste ja
ametiasutuste pooljuhtidealasel kohtumisel
(GAMYS)

Euroopa Komigjon To0stus

Pool€li,
tuleb
t6hustada
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